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Final-Tests sind ein wichtiger Bestandteil der
Supply Chain von elektronischen Bauteilen
und fiir ICs fest etabliert — fiir integrierte
photonische Schaltkreise (PICs) ist das Test-
Eco-System noch im Aufbau. Die hierfiir in
Zukunft notwendige Technologie-Plattform
erbringt Jenoptik mit der UFO Probe Card

Ein neuer Silizium-Dehnungsmessstreifen
zur Erfassung von Verformungen
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Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Neue Auspresseinheiten, mit denen Klebstoffe, Pasten und Silikone unter-
schiedlicher Viskositit jetzt noch exakter zugefiihrt werden konnen

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grofibritannien, Deutschland

i ' und USA, ist niemand besser positioniert,
Ein Uberblick iiber den aktuellen Stand der Entwicklung und um die Bediirfnisse der globalen

ein Ausblick iiber das Thema der gedruckten Elektronik Leiterp lattenindustrie zu bedienen.
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Mit einer Podiumsdiskussion auf der productronica 2021 informierte die
EMS-Initiative des ZVET iiber die Herausforderungen und Realisierung
von Compliance, Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit
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Zukunftsmarkt Umwelttechnik
EMS-Podiumsrunde Geschéftsmodelle sichern
CityTrees mit Moosfiltern sorgen fiir gutes Stadtklima

Kolumne: Von der f)kongmie des Krieges
und dem Krieg der Okonomie
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Datentechnik und Telekommunikation angeboten.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de

Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH présentiert
sich als Komplettdienstleister rund um die Entwicklung,
Beschaffung von Leiterplatten, deren Bestiickung und

Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt, Auto-
motive, Medizintechnik, Industrieelektronik, Messtechnik,
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FEUV

Fachverband fir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband Elektronik-Design e. V.

Tel. +31 46 4264258
WWW.€ipc.org

> EIPC - Der Europaische
C Elektronik-Verband

The European
Electronics Assacla(mn

Fachverband Electronic
Components and Systems

ZVEl:

Die Elektroindustrie

zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437

ZVEI:

Die Elektroindustrie

PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V.

N Tel. +49 3677 69-3381

martin.schneider-ramelow@imaps.de

www.imaps.de
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Forschungsvereinigung
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.

Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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DVS - Deutscher Verband
flr SchweiBen und
NE....... verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de
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